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Prior Art: 



for Publication No.: DE 103 17 793.0-34: 

Examination Report: 
DE 197 29 891 A1 

This equipment modifies plastic surfaces. It is novel in that a material flowing at constant 
speed (the medium), is accelerated onto the plastic surface, to improve adhesion to other 
materials. Also claimed is the corresponding process. 



DE 42 40 569 A1 

The invention relates to a manufacturing method for a plastic-metal composition with good 
adhesive strength, in particular a potentiometer/conducting-track system with a plastics 
paste/carbon-material (thick-film) potentiometer to be applied to a conducting track. The aim 
is to achieve greatest possible adhesion between the potentiometer track of the 
potentiometer and the conducting track. For this purpose it is envisaged that, before applying 
the potentiometer, preferably a thick-film potentiometer, the conducting track is provided with 
a defined microroughness in the region of the potentiometer track. 

DE39 32 017 A1 

Electrically conductive structures, such as printed circuit boards, with integrated self- 
contained connection and plug regions are obtained by the known (semi)-additive method. 
Both the tracks and the connection and plug regions are metallized in a single operation, and 
the metallic coating is deposited in these regions with a very low adhesive strength so that it 
can be readily detached from the surface of the substrate without damaging the latter. 

c DE43 28 883 C2 

Polyamide (nylon) mouldings are prepared by pretreatment followed by activation with noble- 
metal compounds from subgroup 1 and/or 8 of the Periodic Table. The pretreatment is 
carried out in a liquid comprising a dihydric or polyhydric alcohol having a flashpoint of >/= 
100 DEG C. a halide from main groups 1 to 3 of the Periodic Table, an inorganic or organic 
acid and optionally water. 

DEI 97 36 449 A1 

The invention relates to a composite composed of a plastic substrate and a thin, continuous 
metal-containing layer, characterised in that the metal-containing layer is ductile, adheres 
firmly to the plastic substrate, has a thickness of <2 mu m and is composed of a compound 
con'esponding to the formulaMaObCxNyBzwherein: M means one or more metals from the 



PA Dr. Dunkelberg ♦49 2B3 9353633 23.12.85 11:32 8828 




group comprising Ti, Ta. Nb, Zr and Hf. a=0.025 to 0.9 b=0.025 to 0.7 x=0.2 to 0.9 y=0 to 0.7 
z=0 to 0.7 a+b+x+y+z=1 provided that the value of a. starting from the substrate surface, 
increases from a value approximating zero towards to the layer surface, and at least 50% of 
the carbon atoms at the base of the layer are bound to other carbon atoms by C-C bonds. 
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@ Verfahren zur Vorbereitung von Polyamidformteilen fOr die nachfolgends stromloao Metaliialerung 



) Verfahren zur'Vorberettting von Formtailen aua Poiyaml- 
dan fOr die naolifolgenda haftfasta stromlosa Matatlisiarung, 
beatehand aus einer Vorbahandlung der i^rmteila In elnar 
Ldsung von Halogenidsn von Elementan der 1. bis 3. 
Hauptgruppa daa Perlodanayatema In einam nlcht Stzendan, 
organischan Quell mitteJ fQr Polyamida und aua der nachfol- 
gendan Alcdvlerung dar FormtaiioberflSchan mlt einem an 
sich bakanntan AktMarungsayatem aua Elementan dar 1. 
und/oder 8. Nebangruppa daa Panodansyatems, dadurch 
gatcennzeichnet daS ala nioht dtzenda organiache Quailmtt> 
tel iwai- odar niehrwertioa Alkohole mit einem Flammpunkt 
2 100* C und ein Zuaatz einer anorganlacfien odar organi- 
achen S&ura und gegebenaiif alia Waaaer eingeaettt werdan. 
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DE 43 28 883 C2 
1 2 

Beschreibimg Ferner gcht aus EP-A 146 723 und EP-A 146 724 her- 

vor, dafi man Polyamid-SpritzgufitcUe in alkoholischen 

GegenstandderEiTindungisteinschonendes Verfah- LOsungen, die aisatziich Edelmetailkomplexe oder 

renzurVorberdtungvoxiFormteilenaussynthetischem Edelmetall-Ldsungen in Kombination mit den in der 
Polyamid fOr die nachf«rfgende haftftstc stromlosc Me- 5 DE-A 20 22 109 angegebenen Salzen entfasJten, fttr eine 

tallbeschichtung, die durch galvanische MetalHsierung nachfolgcnde MctalJisierung aktivieren kann. 

erganztwerdenkann. Diese an sich schr clcganten Methodcn liaben aller- 

Dieses Verfahren besteht aus einer Vorbehandlung dings den Nachteil. daB sie den Einsatz von gcsundheits- 

der Formteile aus Polyamid in einer LOsung von Halo- schldlichen odef bei Raumtemperatur leicbt brennba- 
geniden von Elementen der 1. bis 3. Hauptgruppe des 10 ren Losemitteisystemen erfordera. 

Periodensystems in einem nicht atzendcn, organischen Es war daher die der Erfindung zugrundeliegende 

Quellmittel fflr Polyamide und aus der nachfolgenden Aufgabe, cin ncues umw^tvertragliches» technisch ein- 

Aktivierung der Fonnteiloberflachen mit einem be- fach zu handhabendcs Vorbehandlungssystem mit ei- 

kannten Aktivienmgssystem, wobei das nicht atzende nem Flammpunkt > lOO^C zur nachfolgenden Aktivie- 
organische Quellmittel aus einem zwei- oder mehrwer- 15 rung fOr die stromlose nafichemische Metallisierung von 

tigen Alkohol besteht, der einen Zusatz einer anorgani- Polyamid-SpritzguSteilen zur VerfQgung zu stellen, wel- 

schen oder organischen Satire und gegebenenfalls Was- dies sich zur Abscheidung von sehr gut haftenden Me- 

ser enthait tallauflagen auf Polyamid-SpritzguBteilen eignet, ohne 

Es ist allgemein bekannt, daB die fflr zaUreiche mit den Nachteilen der genannten Verfahren des Stan- 

Kunststoffgegenstande Qbliche Vorbehandlung durch 20 desderTechnikbehaftetzusein. 

Atzen mit stark oxidierenden Sfturen fOr Polyamidsub- Es wurde nun Qberraschenderweise gefunden. daB 

strate ungeeignet ist man diese NachteDe weitgefaend vermeiden und zu gut 

Es ist deshalb bereits vorgeschlagen worden (vgL DE- haftenden Metallbeschichtungcn auf Polyamidformtei- 

A 29 46 343), das Polyamidsubstrat zunSchst mit emer len gelangen kann, ohne deren mcchanische Eigenschaf- 

wfiBrigcn alkalischen Losung mit einem pH-Wert von 25 ten. wie Kerbschlagzfihigkeit, Scblagzfthigkeit und Fe- 

mindestens etwa 10 bei erhdhter Temperatur vorzube- stigkeit negativ zu beeinflussen, wenn man die Formtei- 

handeln, bevor mit einer organischen Saure gcttzt wird. le in einer Ldsung von Halogeniden von Elementen der 

FQr den letzten Schritt wurden vorzugsweise Trichlor- 1. bis X Hauptgruppe des Periodensystems in einem 

und Trifluoressigsaure eingesetzt, deren Handhabung nicht atzenden, organischen Quellmittel fOr Polyamide 

wegenihrernachtigkeitundhohenToxizitataufwendi- 30 vorbehandelt, wobei das nicht atzende organische 

ge ArbeitsschutzmaBnahmen erfordert Dariiber hinaus Quellmittel ftSr Polyamide aus einem zwei- oder mehr- 

fQhrt diese immer noch sehr drastische Vorbehand- wcrtigen Alkohol besteht und einen Zusatz einer anor- 

lungsmethode zu einer nicht reversiblen Verschlechte- ganischen oder organischen Saure imd gegebenenfalls 

rung der wichtigsten mechanischen Eigenschaften der Wasser enthait, und anschlieBeiid die Formteile mit ei- 

Polyamidformkorpen GemaB DE-A 31 37 587 wird der 35 nemansichbekanntenAktivierungssystemaktivicrt 

Versuch untemonunen, diese Nachteile dadurch zu be- Geeignete Halogenide von Elementen der 1. bis 3. 

heben, daB man die PolyamidformteOe rait einem Ge- Hauptgruppe sind die Fluoride, Chloride und Bromide, 

misch aus wasserhaltiger Saure und einem wasseridsli- insbesondere die Chloride; bevorzugt sind liCl, BeClz, 

chen, auf Polyamide quellend wirkenden organischen MgCla CaQj und AlQs. Diese Salze kdnncn einzein 

LCsungsmittel vorbehandelt Es zeigte sich jedoch, daB 40 eingeseut werden, es kdnnen aber auch Gemische ver- 

auch dieses Atzverfahren die Polyamidformkdrper der- schiedener Salze Verwendung finden. Ganz besonders 

art schadigt, daB diese fttr zahlreiche Zwecke nicht ein- bevorzugt ist CaClz. 

setzbarsind Die Menge des emgesetzten Salzes oder der einge- 

In der DE-A 20 22 1 09 wird ein Verfahren zur Vorbe- setzten Salze betrftgt 2-15 Gew.-%, besonders bevor- 

handlung von zu metallisierenden Kunststoff-Formkdr- 45 zugt 3—12 Gew.-%, bezogen auf die Gcsamtmenge der 

pern beschrieben, welches dadurch gekennzeichnet ist, Vorbehandlungsldsung. 

daB man den Kunststoff in Anwesenheit eines ihn (an)ld- Geeignete nicht atzende organische Quellmittel ge- 

senden oder anquellenden Ldsungsmittels mit einem ge- maB der vorliegenden &findung smd zwei- oder mehr- 

Idsten Metallsalzkomplex behandelt Als Kunststoff wertige Alkohole mit dnem Flammpunkt von ^ lOO^'Q 

wird auch Polyamid erwahnt Bei den Komplexsalzen 50 wie Ethylenglykol, 1,2-Propylengfykol, 13-Propylengly- 

handelt es sich im wesentUchen um Komplexe des Di- kol, Dtethyleng^col und Glycerin. Ethylenglykol ist das 

methylsulfoxids mit LiCl. SnCk, ZnCb, FeCl^ FeCb. bevorzugte QuclbnitteL Diese Quellmittel werden in 

Hg2Cl2, MnClT, AgNOa, u. a. Als Aktivatorldsung wird Mengen zwischcn 60 und 90 Gew.-%, bezogen auf die 

beispielhaft nur dne anunoniakalische Silbemitratld- Gesamtmenge der Vorbehandlungsldsung, eingesetzt, 

sung beschrieben. Bei der NacharbeitungdieserMetho- 55 in bevorzugterWeise in Mengen von 65-85 Gew.-%. 

de wurden jedoch nur MetaUauflagen mit ungenUgen- Geeignete Sauren gemaB der vorliegenden Erfindung 

derHaftfestigkeiterzidt Auch fOhren die AgNOs-akti- siiid nk^ht oxidierende anorganische und organische 

vierten Substrate oft zum Zusammenbrechen der Me- Sauren, wie Salzsaure, Schwefelsaure, Phosphorsaure, 

tallisierungsbader. Essigsaure,Chloressigsaure,Propionsaure,Ci— Cj6-Sul- 

Aus EP-A0081 129 (Beispide 11 und 12) ist schiieB- 60 fonsfturen, wie Benzolsulfonsaure, Chk>rbenzolsulfon- 

lich ein Verfahren zur Vorbehandlung von Polyamkl- saure, Toluolsulfonsaure, Dodecyisulfonsaure, Styroi- 

formteilen*bekannt, bei dem das Substrat zunachst mit sulfonsaure. Die Kombination von Halogeniden und 

Natronlauge entfettet, anschlieBend mit einer Aktivie- Sauren, die zu AusfflUungen in der Vorbehandlungsld* 

ningsldsung, enthaltend Methanol (und ggf. Methylen- sungZ-flOssigkeit ffihren, sind erfindungsgemflB ausge- 

chloridX CaCls und einem Palladiumdichlorid-Olefin- 65 schlossea 

Komplex akdviert.und nach dem SpQlen mit Methanol Die Verwendung der anorganischen Sauren im Rah- 

und Trocknen in ein stromlos arbeitendes Metallisie- men der genannten ist bevorzugt, wobei der Einsatz von 

rungsbad eingebracfat wird waBriger 20— 37%iger Salzsaure besonders bevorzugt 
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ist rens wird bei den Folgeschritten Aktivieren. Beschleuni- 

Die S&ure wird in Mengen von 1 — 10, bevorzugt von gen und den SpOlschritten ebenfalls das nicht atzende, 

2—6 Gew.-%. bezogen auf die Gesamtmenge der Yor* organische Ldsenuttel verwendet, bevorzugt wird Gly- 

behandlungsl5sung und gerechnet als wasserfreie Ver- kol eingesetzt Der Vortell, der stch hieraus ergibt, be- 

bindung, eingesetzt 5 stcht dariri, dao die wasseraufnahmef&higen Polyamid- 

Die Vorbehandlungsidsung enthiit bevorzugt mdg- SpritzguBteile nicht in dem MaBe wie bisber wihrend 

lichst viel des nicht atzaiden organischen Qucihnittels des Vorbehandiungsprozesses dem Wasser ausgesetzt 

und moglichst wenig Wasser. Die Wassermenge wird sind Dieser Vorteil wirkt sich sehr positiv auf die Quali- 

auf die Menge reduziert, die fQr die Mitverwendung der tit der haftfesten Metailbeschichtung aus, beispielswei- 

oben beschriebenen Halogenicte und der Sauren unter lo se ist eine besondere Gleichm^Bigkeit der MetaUab- 

Erreichung einer homogenen einphasigen Vorbehand- scheidung zu beobachten. 

lungsfiassigkeit unbedingt erforderlidi ist In vielen Fal- Ein typisdies Aktivatorbad entfaait 0,7 Gew.-Teile 

len ist es sogar mOglicb, ganz auf die Mitverwendung Pda2 in 1000 Volumenteiien GlykoL Natttrlich kann 

von Wasser zu verzichtea Die Beschrinkung der Was- auch ein anderes L&semittel aus der Reihe der nicht 

sermenge auf das Minimunj wirkt sich positiv auf die 15 Stzenden Quellmittel fiir Polyaraide, die oben beschrie- 

Qualitat der haftfesten Metailbeschichtung aus, bei- ben sind, eingesetzt werdea Jedoch ist auch hier Glykol 

spielsweise ist eine besondere Gleichmafii^eit der Me- besonders bevorzugt DarOber hinaus kann die Menge 

tallabscheidung zu beobacbtea Die Wassermengen be- des eingeseuten PdCb variieren, wobei eine untere 

tragen demnacfa 0—30. vorzugsweise 0— 20Gew.-%, Grenze von 0,25 Gew.-Teilen (bez. auf 1000 Vol-Teile 

bezogen auf die Gesamtmenge der Vorbehandlungs- 20 Ldsemittel) nicht unterschritten wird. 

flQssigkeitFOr den Fall der Mitverwendung von Wasser Ein Beschleuniger-Bad kann beispieisweise aus 

betrSgt dessen Menge 5—30, bevor2ugt Gew.-Teilen Dimethylaminboran (krist), 

10—20 Gew.-<i^, bezogen auf die gesamte Vorbehand- 1,5 Gew.-Teilen NaOH-Platzchen und 1000 VoL-Teflen 

lungsflQssigkeit Auf diese Wassermenge wird etwaiges Giykol bestehen. Selbstvers^ndiich kdnnen auch ande- 

KhstaliwasserderHalogenideundVerdOnnungswasser 25 re Reduktionsmittel und auch in anderen IConzentratio- 

der Siuren angerechnet FGr den Fail, daU kein Wasser nen eingesetzt werden, wobei sich aber die angegebene 

mitverwendet wird, wird die fur das Wasser angegebene Rezeptur mit Dimetfiylaminboran . besonders bewahrt 

Menge der Menge des zwei- oder mehrwertigen Aiko- hat 

hols zugeschlagen. Die Spfllbader nach dem Vorbehandlungs- und Akti- 

Ein typischer Ansatz der Vorbehandlungsflussigkeit 30 vatorbad bestehen nach der bevorzugten Ausfiihrungs- 

wirderhalten,wenn 64 Gew.-Teile wasserfreiesCaa2 in form zu lOO^o aus Giykol bzw. einem anderen nicht 

100 Vol.-Teilen Wasser geldst werden und dann zusam- atzenden, organischen QueUmittel fflr Polyamide. Das 

men mit 100 VoL-Teilen HQ konz. in 800 Gew.-Teile Spiilbad nach dem Beschleunigerbad besteht aus Was- 

Giykol eingetragen werden. Jedoch lost sich wasserfrei- ser, weil sich nach diesem Spulbad die Behandlung in 

es CaCl2 auch ohne Mitverwendung von Wasser in Gly- 35 einera waflrigen stromlosen Metallisierungsbad an- 

koL schlieBL 

Die Imensitat der Vorbehandlungswirkung dieser Mi- In einer vereinfachten AusfQhrungsforra kOnnen bei 

schung ist abhangig von der Temperatur und von der dem neuen Vorbehandlungsverfahren nach dem Vorbe- 

Verweilzeit der Teile im Bad Da die Vorbehandlungs- handlungsschritt die Folgestufen Aktivieren und Be- 

wirkung auf Polyamid-SpritzguBteile aufgrund der Art 40 schleunigen im waflrigen Medium diut^hgefQhrt werden- 

und Provenienz des Polyamids, aufgrund unterschiedii- In diesem Fall kann der weitere Prozefiverlauf nach 

cber Geometrien der Teile und auch aufgrund unter- dem Vorbehandlungsschritt nach dem Stand der Tech- 

schiedlicher Spritzbedingungen sehr unterschiedlich nikerfolgea 

sein kann, mOssen fOr das jeweilige Produkt die geeigne- Die auf diese Weise auf den Polyamidwerkstoffen cr- 

ten Verfahrensbedingungen eingestellt werdea Vorver- 45 zeugten Metallauflagen kftnnen gewQnschtenfalls noch 

suche hierzu sind dem Fachmann jedoch geiaufig. galvanisch verstarkt werdea Filr diese elektrische Me- 

Die gOnstigsten Verfahrensparameter zur Reguiie- tallabscheidung eignen sich vor allem Cu. Ni, Cr, Au und 

rung der Vorbehandlungswirkung sind Temperaturen Pt Dabei empfiehlt es sich zunachst, eine gaivanische 

im Bereich zwischen Raumtemperatur und WC und Vorverstarkung bis zu Schichtdicken von ca. 20^m in 

Verweilzeiten im Bad, die in weiten Grenzen z. B. zwi- 50 schwach sauren oder basischen Galvanisierungsbadem, 

schen 3 und 30 Mia variiert werden kdnnea Zur Regu- beispieisweise in Ni-Badem bei pH 5—6, vorzimehmea 

lierung der Vorbehandlungswirlaing kann auch die HCl Das erfindungsgemaBe Verfahren ist auf samtliche 

Konzentration variiert werdea handelsQbliche PoIyamid-6- und Polyamid-6.6-Typcn 

Nach der erfindungsgemafien Behandlung in dem anwendbar. Es kdnnen sowohl fflllstoffhaltige als auch 

Vorbehandlungsbad folgen ein oder mehrere Sptilgan- 55 ungefUllte Polyamide mit gleichem Erfolg behandelt 

ge, dann folgt das Aktivieren mit einem geeigneten Ak- werdea FOllstoffbeimischungen verkOrzen je nach An- 

tivator aus Edelraetaliverbindungen der 1. und/oder 8. teil die erforderliche Atzzeit gegenuber dem ungefull- 

Nebengnjppe des Periodensystems (MendelejefO, nach ten Polyamid 

einem weiteren Spulgang das auf die Aktivierung abge- Daruber hinaus sind extrem schlagfeste Substrate, 

stimmte reduaerende Beschleunigungen und nach ei- eo wie rait Kautschuk-, Polyisopren- oder Polybutadien- 

nem weiteren SpUlgang folgt schlieBlich die Abschei- Latices gepropfte oder gemischte Polyamide, bestens 

dung einer dOnnen elekttisch ieitenden Metalischicht in geeignet 
einem stromlosen Nickel- oder Kupferbad Aknvierea 

Beschleunigen imd Aufbringen der ersten stromlos ab- Beispiel 1 
geschiedenen Metallschidit gehdren zum Stand der es 

Techmk und sind beispieisweise in EP-A 146 723 und Eine 90 x 150 x 3 mm starke glasfaserverstarkte (30% 

EP-A 146 724 eingehcnd beschriebea Glasfasern) Platte aus Polyamid-6 wurde in einem Vor* 

In einer bevorzugten AusfOhrungsform des Verfah- behandlungsbad mit einem Flammpunkt > UO'C fol- 
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gender Zusammensetzung: 

64 Gew.-Tefle CaGj (wasserf rei) in 
100 VoL-Teilen Wasser gelGst, dazu 
100 VoL*TeUe Ha(37%igXund « 
800 VoL-Teile Eihyiengiykoi (Glykol) 

10 Min. bei 40*C behandelt 

Es folgte SpQlen in Glykol bei Raumtemperatur (RT) lo 
und anschlieBend die Aktivierung in einem Bad, beste- 
hend aus 



0,7 Gew.-Tcilen PdClt, 

7 Gew.-TeDen CaOi (wasserfrel) und 

lOOOVoL-TeflenGlykoL 



Verweilzdt in diesem Bad 5 Min. bei RT. Der Flamm- 
, punktderAktivieningsiesungliegtbei > lOO^C 

Nach erneutein SpOien in Glykol bei RT wurde die 20 
Beschleunigung bei RT in einem Bad der folgenden Zu- 
sammensetzung durchgefohrt: 

1,5 Gew.-TeUe Dimethylaminboran krist (DMAB), 
1,5 Gcw.-Tcilc NaOH-Piatzchen und 25 
lOOOVoL-TeUeGlykoL 

Darauffolgend wurde bei RT in Wasser sehr grOnd- 
lich gespOlt und dann in einem handelsUbllchen hypo- 
phosphithaidgen Vemickeiungsbad der Fa. Blasberg 30 
AG, Solingen, bei 30* C 15 Min. vemickeit Es fiel auf, 
daB die Vemickelung sehr gleichmaBig erfolgte. Die 
Haftfestigkeit der Metallauflage, bestimnit durch die 
Abzugskraft nach DIN 53 494, betrSgt 2: 60 N/25 mm. 
Die galvanische Verstarkung von der o.a Polyamid-Plat- 35 
te far die Bestimmung der Abzugskraft wurde wie folgt 
durchgefohrt: 

a) eine faalbe Minute Dekapieren in lO^Hiiger H2SO4 

b) SptUen 40 
' c) 5 Minuten im Halbglanznickelbad, Spannung 9 

Volt, Badtemperatur eO'^C 

d) SpQlen 

e) eine halbe Minute Dekapieren 

f) 90 Minuten im Kupferbad; Spannung 1$ Volt, 45 
Badtemperatur 28** C 

g) SpOien 

Es wurde eine Metalibeschichtung mit hervorragen- 
der Haftung erhaltea Die Haftfestigkeit betragt nach 50 
DIN 53 494 60 N/25 mm. 

BeispieI2 

Eine Kunststoffplatte mit den Abmessungen 55 
90 X 150x3 mm aus glasfaserverstarktem PoIyamid-6,6 
wurde wie im Beispiel 1 beschrieben, behandelt mit dem 
einzigen Unterschied, daB die Verweilzeit im Vorbe- 
handtungsbad bei 40*'C auf 16 Min. ausgedehnt worden 
ist 60 

Die Haftfestigkeit der galvanisch verstarkten Metall- 
auflage betragt nach DIN 53 494 ebenfalls 60 N/25 mm. 



Beispiel 3 

Ein Formteil aus einem mit 30Gew.-% glasfaserver- 
starkten Polyamid>6 wurde nach Beispiel 1 vorbehan- 
deit, aktiviert, senabUisiert, auf chemischem Wege ver- 



nickelt und dann galvaiusch vmtfirkL Der galvanische 
Schichtenaufbau Ni/Cu/Ni/Cr wurde wie folgt erhalten: 

a) eine halbe Minute Dekapieren in lO^iibiger H3SO4 
b}Sp&len 

c) 5 Minuten im Halbglanznickelbad: Spannung 4 
Volt, Badtemperatur 60' C abgeschiedene Halb- 
glanznickelschicht: ca.4 bis 5 
d^ SpQlen 

e) eine halbe Minute Dekapieren 
0 30 Minuten im Kupferbad, Spannung 1,9 Volt. 
Badtemperatur 28''C aufgebrachte Kupferschicht 
15btsl6|i 
g) SpOien 

ts h) eine halbe Minute Dekapieren 

i) 8 Minuten Gianznickelbad, Spannung 5,5 Volt, 
Badtemperatur 52* C abgeschiedene Nickelschicht 
ca.20|i 
j)Spaien 

k)Tauchen in Oxalsaure (0^%ige waBrige Ldsimg) 
I) 3 Minuten Glanzchrorabad, Spannung 4^ Volt, 
Badtemperatur 40° C, abgeschiedene Chromschicht 
ca.03|i 
m) Spfllen 

n) Entgiften in einer 40%igen BisulfitI6sung 
o) SpOien in destilliertem Wasser. 

Der so metallisierte FormkOrper wurde der Tempera- 
tur-Wechselprflfung nach DIN 53 496 ausgesctzt, wobei 
die Warmelagerung bei + llO'C und die Kaltelagerung 
bei -40''C erfolgte. Die Metallauflage haftet an der 
Formkorperoberflache so fest, dafi sie keine Verande- 
rungzeigt 

Beispiel 4 

Eine Platte mit den Abmessungen 90x150 x 3 mm 
aus einem elastomermodifizierten Polyamid-6 mit dem 
Handelsnamen Durethan® BKV 115 wurde, wie in Bei- 
spiel 1 beschrieben. in dem Vorbehandlungsbad, bcste- 
hend aus Caa2, Glykol und HCl (37%ig), bei 40*C 10 
Min. lang behandelt Danach wurde grOndiich mit Was- 
ser gespfllt und nachfolgend nach flblichcn Methoden 
der Kunststoffmetallisierung aktiviert, sensibilisiert und 
dann das so vorbereitete Teil in einem stromlosen Nik- 
kelbad mit einer gut leitenden Nickelschicht versehen. 
Nach der galvanischen Verstarkung wurde nach DIN 
53 494 eine Haftfestigkeit der Metallschicht von > 60 
N/25mmgemessen. 

PatentansprOche 

I. Verfahren zur Vorbereitung von Formteilen aus 
Polyamiden fur die nachfolgende haftf este stromlo- 
se Metallisierung, bestehend aus einer Vorbehand- 
lung der FormteUe in emer L&sung von Halogen- 
iden von Elementen der 1. bis 3. Hauptgruppe des 
Periodensystems in einem nicht atzendea organi- 
schen Quellmittel fOr Polyamide und aus der nach- 
folgenden Aktivierung der Formteiloberflachen 
mit einem an sich bekannten Aktivierungssystem 
aus Elementen der 1. und/oder 8. Nebengruppe des 
Periodensystems, dadurch gekennzeichnet, * daB 
als nicht atzende organische Quellmittel zwei- oder 
6S mehrwertige Alkohole mit einem Flammpunkt ^ 
lOO^C und ein Zusatz einer anorganischen oder 
organbchen SSure und gegebenenfalls Wasser ein- 
gesetzt werden. 
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Z Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekenn> 
zeichnet, daB als Halogenide von Elementen der 1. 
bis 3. Hauptgruppe des Periodensystems LiCL 
CaQ2, MgCb Oder AlCb oder ein Gemisdi mehre- 
rer von ihnen eingesetzt werdea 5 

3. Vcffahren nach Anspnich 2» dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Caa2 eingesetzt wird. 

4. Verfahren nach den AnsprOcfaen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halogenide der 1. bis 3. 
Hauptgruppe des Periodensystems in einer Menge 10 
von 2 bis 15 Gew.-Teilen, bezogen auf die Gesamt- 
menge der Vorbehandlungslosung, eingesetzt wer- 
dea 

5. Verfahren nach den AnsprOchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB als nicht ^tzendes organisches 15 
Quellmittel Ethylenglykol, Propylenglykol, Glyce- 
rin Oder Diethylenglykol in Mengen von 60 bis 
90 Gew.-Teflen, bezogen auf die Gesamtmenge der 
Vorbehandlun^dsung, eingesetzt werden. 

6. Verfahren nach Anspnich 5, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB als nicht ttzendes organisches Queil- 
mittel Ethylenglykol eingesetzt wird. 

7. Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB als S&uren SalzsSure. Schwe- 
felsfiure,Phosphorsfltire»Es8igsflure»Chloressigs&u- 25 
re und Ci — Cie-Su]fonsdure eingesetzt werdea 

& Verfahren nach Anspnich 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB wftBrige. 20 bis 37%ige HCl-L&sung 
eingesetzt wird. 

9. Verfahren nach den AnsprQchen 1 bis 8, dadurch 30 
gekennzeichnet, daB der Vorbehandlungslosung 1 
bis 10 Gew.-TeUe der S^ure, bezogen auf die Ge- 
samtmenge der L6sung und gerechnet als wasser- 
freie Verbindung, zugesetzt werdea 

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB das nicht fttzende organische Quell- 
mittel auch als Ldsungsmittel fiir das Aktivierungs* 
system umgesetzt wird. 
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